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Wann mul3 der Bauplan vorliegen ?

Sobald das Konzept fur die Konstruktion einer Baugruppe vorliegt, gibt
es fur den weiteren Ablauf funf elementare Abschnitte :

Erstellen des Konzeptes flr die Konstruktion eines Gerates
Erstellen des Schaltplanes und der weiteren Vorlagen fur CAD
Erstellen des CAD-Layoutes und Weitergabe der Daten an CAM
Produktion der Leiterplatten, Anlieferung an den Baugruppenfertiger
Fertigung der Baugruppen, Funktionstest, Lieferung an den Kunden

Heute muld zum Zeitpunkt der Schaltplanerstellung bereits der verbind-
liche Multilayerbauplan vorliegen. Wesentliche Eigenschaften der spate-
ren Baugruppe (Schaltungssimulation, Funktion, Prozessierbarkeit) sind
sonst nicht rechtzeitig zuverlassig berechenbar und planbar.

vzoog 2004 vZOOO v1990 < Wann liegt der

Bauplan vor ?
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Schaltplan Leiterplatte




P 1. Abschnitt

Allgemeine Dokumentation

Beschreibung der technischen und
physikalischen Eigenschaften eines
starren 8-Lagen-Multilayers

Strategien und Regeln fir die Konstruktion von Multilayern




Multilayerdokumentation

%/ LeiterplattenAkademie

Ri8T1.40C50-17C600-17#01

NP-155ftl 600pm

00-150-100um d 100
b 4.7pF

Copper
NP-155fb

17um
65um

1080 MR:67

Material Stack-Up Vias Parameter Layer
Plating 25pm LY-Top SIG
Copper 17um
NP-155fb  50pm 106 SR:70 100-150-100pm d 100 Q| [150pm s 50 O
NP-155fb  50pm 106 SR:70
Copper 17pm :
NP-155ft1  50pm | _ -
Gopper D = e e
NP-155fb  65pm [1080 MR:67 + 4
2 whee 4.74F || e 4.71F
NP-155f 65um |1080 MR:67 T 1.50F| [ 10nF
Copper 17um

100—150-100 d 100 150p 5500

150pum s 50 Qf

LY-5

SIG

*T 150nF

NP-155fb

Copper
NP-155ftl
Copper

65pum  |1080 MR:67
17pm
50pm |
17um E

NP-155fb  50pum

NP-155fb 106 SR:70
Copper

Plating

50pm
17um
25pm

100-150-100um d 100 Q| [150um s 50 Q

LY-Bot SIG

Thickness 1.16mm - 1.42mm Bare Board LA-Drawing #1024
1.24mm - 1.51mm ENIG Date
1.27mm - 1.55mm HAL Name Wi
General tolerance +,- 6% Comment

(© LeiterplattenAkademie 2010

11.06.2010 / Rev.: 04.07.2010

Die Produktion von hochwertigen
Multilayern, insbesondere bei
Anwendungen im Highspeed-
Bereich, darf nicht der Willklr
Uberlassen werden.

Die Materialauswahl, der Lagenauf-
bau, die Kontaktierungsstrategie,
die Impedanzklassen, die Impe-
danztypen, die Impedanztoleranzen
und sonstige physikalische Anford-
erungen an die Leiterplatte missen
reproduzierbar dokumentiert sein.

Regel (Multilayerdokumentation)

Die Multilayerdokumentation muf3
ein verbindlicher technischer und
juristischer Bestandteil der Bestel-
lung von Leiterplatten (....und Bau-
gruppen) sein.




Multilayerdokumentation / Ubersicht

Zur Mindestdokumentation einer Leiterplatte gehort die Auskunft Uber :

Die Qualitat und die Quantitat des eingesetzten Materials

Die technischen Parameter des eingesetzten Basismaterials

Die Leiterplattenspezifikation inklusive der Subqualitaten

Die CAD-Constraints mit den Extremwerten flr das Routing

Die elektrophysikalischen Eigenschaften der Leiterplatte

Die wichtigsten Volumenparameter flr die Baugruppenproduktion

m.eite rplattenAkademie  Ri71.40c50-17C600-17401 meite rplattenAkademie  RisT1.40050-17C500-17401 meite rplattenAkademie  RisT1.40050-17C500-17401
| Material Stack-Up Vias Parameter Layer
- Material PCcB # Glass Resin Pressed Thickness Compan, & sical
Plating 25um LY-Top SIG pe pamy Lk i
Copper  17um Preprag  NP-155fb a 106 SR70% 4Bpm +.- Bum ManYa MultiPowerSystem 2 pairs GND + VCG with 50pm distance
NP-155M m 100-150-100pm d 100 0 Prepreg NP-155h 4 1080  MR&T% T1um +,- Bum NanYa : s
Sy Coe  NP-155 2 na  ns 50um Nan¥a e Ersml o
NP-155fb  S0um Core NP-1558t 1 na. na T10um Man¥a
Copper  17ym ’ Decoupiing 1 pair 4 7pF + 1.50F on top (GND to 1V8)
NP-155f1  S0um 1 1 pair 4.7yF + 10nF _on top (GND to 1V2)
Copper  17um Main Material Properties 1 pair 4.74F + 150nF on botiom (GND to 3V3)
HP-155  85um
P IPC-Specification sheet IPC-4101C /124 = Power Integrity o
o Epoxy-System FR4 = Signal Integrity [ amm |
Coper - mm Fam tetnd Ronsce
e Flame retardend mech. RoHS compliant Bromine EMi [—imn ]
UL-zeriificate uLgd v-0 .
Dielectric vakie 41@1GHz Thermal properties  ERIT T
Loss tangent 0.014@1GHz
Ta 155° by DSC [ TMA
CTE xiyiz before Tg: 18/18/60 Impodancn catcuated with POLAR SIBI0O V8.02.00
after Tg: 1818300 Decoupling Capachors are calculated with DCC Silent V.40
Electrical strength 40 kvfmm minimum
Adhesive strength 0.78 r/mm minimum for copper foils >17um

NP-155fl 600um

Tachnolam Data sheet NanYa, May 2010 Statistic Values

Copper voluma Powerplane Copper thickness 17pm
+ waight 136 mmidm? Density 80%
PCB & CAD-Layout Specification 1&gl
Signallayer Copper thickness 17um
PCB Class Rigid 136 mmYdm? Density 40%
A 100-150-100um d 100 0 Coais Nt e ues:rfanﬁm nsity
NP. ::% 85um Copper Thickness 25um for throughhole barrels
Throughhole Vias CAD : 100um diameter + 400um pad minimum Signallayer Copper thickness 42um
NP-155fb  65um Tool : 200pm diameter minimum 136 mmidm? Density 40%
Copper  17pm Aspect-Ratio 118 or beftter is necessary 1.68 geldm?
HPROR Fixlacias m Dielectric weight NP-155( Reference thickness 100pm
S‘;p:’;;w 17um. BlindVias no 2.0 gridm?
5 Sty - Track width 100pm minimum on all signal layers. i T
NP-1551  50pm 100-150-100um d 100 0 Track distance 90pm minimum on all signal layers Summary 33.24 gridm2 at 1.5mm PCB-thickness
Copper  17ym
Plating 25um LY-Bot  SIG Solder Mask double sided, fololithographic, thickness 20um
! Plugging no Via Copper weight 0.171gr100vias  Tool diameter 200um
Thickness 1.16mm - 1.42mm Bare Board LA-Drawing #1024 Edge Metallisation no
1.24mm = 1.51mm ENIG Date 11.06.2010/ Rev.: 04.07.2010
1.27mm - 1.55mm HAL Name wi u yes
Ganaeal inierance + - 6% Comment -
© LeterpiatienAkaderne 2010 © LeterpiatienAkademie 2010 © LeterpiatienAkadarmia 2010 6

Standarddokumentation der LeiterplattenAkademie flr eine Leiterplatte




Multilayerdokumentation / Materialeigenschaften

Material per PCB # Glass Resin Pressed Thickness Company

Prepreg NP-155fb 4 106 SR:70% 48um +,- 8um NanYa

Prepreg NP-155fb 4 1080 MR:67% 71um +,- 8um NanYa

Core NP-155ftl 2 n.a. n.a. 50pum NanYa

Core NP-155ftl 1 n.a. n.a. 710pm NanYa
,/%.eiterplauenAkademie RIBT.40C50-17C600-17#01 I

Parameter Layer

Main Material Properties

IPC-Specification sheet 1PC-4101C /124

Epoxy-System FR4

Curing agent phenolic

Flame retardend mech. RoHS compliant Bromine

UL-zertificate UL94 V-0

Dielectric value 4.1@1GHz

Loss tangent 0.014@1GHz

Tg 155° by DSC/ TMA

CTE xlylz before Tg : 18/18/60
after Tg: 18/18/300

Electrical strength 40 kv/mm minimum

Adhesive strength 0.78 n/mm minimum for copper foils >17um

Technolam Data sheet /NanYa, May 2010

Die klassische Beschreibung eines Multilayers reicht nicht mehr aus.
Die Materialeigenschaften missen im Detail zuverlassig belegt sein. .
Heute ist die prazise Nomenklatur der Materialien unverzichtbar... = P



Multilayerdokumentation / Materialeigenschaften

P> ..Die technischen Eigenschaften der Basismaterialien missen
zweifelsfrei in der zugehdrigen Dokumentation aufgelistet sein.

Referenzen zu Standard-Richtlinien sind notwendig (z.B: DIN EN, IPC).
Die Angabe elementarer physikalischer Eigenschaften ist notwendig.

Beispiel

Beispiel

Beispiel

UL
Wenn ,UL“ eine Qualitat der Leiterplatte sein soll, dann
mul3 die Zertifizierbarkeit bekannt sein.

Loss Tangent und Dielectric Value

Wenn die Signallaufzeiten und die Ubertragungsqualitat
vorab simuliert werden sollen, dann missen diese Para-
meter vor Beginn der Layoutarbeit bereits bekannt und
fixiert sein.

Tg, Td und CTE(2)

Wenn das Reflowprofil gezielt definiert werden soll, dann
mussen die thermische Belastbarkeit und die Z-Achsen-
Ausdehnung der Leiterplatten zuverlassig eingeschatzt 8
werden kénnen. Es sind Leitwerte notwendig. ) 4




Multilayerdokumentation / CAD-Spezifikation

%_eiterplanenAkademie
Wiaterial Sackp ias

Parameter

PCB & CAD-Layout Specification

B

Jeder Multilayer ist heute praktisch mit einer verbindlichen Anwendung

verknupft.

Die technischen Eigenschaften eines individuellen Aufbaus missen
durch die Dokumentation der Anforderungen an die Qualitat der Leiter-
platte nicht nur beschrieben, sondern auch jederzeit zuverlassig nach-

PCB Class
Cores mounted
Copper Thickness

Throughhole Vias

Aspect-Ratio
BuriedVias
BlindVias

Track width
Track distance

Solder Mask

Plugging
Edge Metallisation

UL

Rigid
Inside
25um for throughhole barrels

CAD : 100um diameter + 400pm pad minimum
Tool : 200pum diameter minimum
1:8  or better is necessary

no
no

100pm minimum on all signal layers
90um minimum on all signal layers

double sided, fotolithographic, thickness 20um
no
no

yes

vollziehbar offengelegt werden...

>

y 4



Multilayerdokumentation / CAD-Spezifikation

> ...Nur mit einer aussagefahigen Dokumentation wird im Fall einer
Layout-Revision die Wiederholbarkeit der Produktion einer Leiterplatte
(...+ Baugruppe) zuverlassig sichergestellt.

Beispiel

Beispiel

Viadurchmesser und Aspect-Ratio

Das ,Aspect-Ratio” bestimmt den minimalen Viadurch-
messer, der seinerseits die geometrischen Freiheits-
grade fur das CAD-Layout fixiert.

Well per Definition eine Verkntpfung zwischen der
kontaktierbaren Hulsenlange und dem Bohrwerkzeug-
durchmesser besteht, ist durch die Dicke der Leiterplatte
der kleinstmdgliche Viadurchmesser vorgegeben.

Das ,Aspect-Ratio” ist individuell abhangig von der
Anlagentechnologie des Leiterplattenherstellers.

Leiterbahnbreite und Leiterbahnabstand

Die minimal prozessierbare Leiterbildgeometrie gibt
ebenfalls die zuverlassig nutzbaren Freiheitsgrade flr
das CAD-Layout vor und ist ebenfalls abhangig von der 10
Anlagentechnologie des Leiterplattenherstellers.




Multilayerdokumentation / Physik

Electromagnetical & physical Properties

MultiPowerSystem 2 pairs GND + VCC with 50um distance
Impedance 50 Q single ended

100 Q differentiell
Decoupling 1 pair 4.7uF + 1.5nF on top (GND to 1V8)

1 pair 4.7uF + 10nF on top (GND to 1V2)
1 pair 4.7uF + 150nF on bottom (GND to 3V3)

Power Integrity

Signal Integrity
EMI

it

Thermal properties

Impedance calculated with POLAR Si8000 V9.02.00
Decoupling Capacitors are calculated with DCC Silent V.4.0

Die Leiterplattenspezifikation definiert ftr sich allein noch nicht die

dedizierten Eigenschaften des Produktes ,Baugruppe®.

Fur den Technologen im Vorfeld der Baugruppen- und Schaltungs-
entwicklung vermittelt sie deshalb die Eigenschaften eines Multilayers "
noch nicht mit der erforderlichen Transparenz... >

y 4



Multilayerdokumentation / Physik

> ...Die weitestgehende Entscheidungssicherheit ergibt sich erst dann,
wenn die zuverlassige Aussage erfolgt, in welchem physikalischen
Leistungsspektrum sich ein Lagenaufbau bewegen wird.

Beispiel SI/ Signal Integrity / Impedanz
Die Leiterbahnbreiten und die Lagenabstéande fixieren
die Kapazitat und damit die Signallbertragungsqualitat.
Die strategische Anordnung der Powerplanes und der
Signalplanes definiert die Signalibertragungsraume.
Die Deklaration der Rickstromplanes reduziert massiv
unerwinschte Einkopplungen (i.e. ,,Crosstalk®).

Beispiel Pl / Power Integrity
Die strategisch kluge Verteilung der Powerplanes
sichert die Integritat der Stromversorgungsraume und
damit auch die Stabilitat des spateren EMV-Verhaltens
des elektronischen Gerates im Betrieb.

Hinweis Die verantwortliche Bewertung der technischen
Eigenschaften eines Multilayeraufbaus zeichnet 12
den Leiterplattenhersteller aus.




Multilayerdokumentation / Statistische Parameter

%eitermanenl\kademie RIBT.40C50-17C600-17#01
T —— Statistic Values
Copper volume Powerplane Copper thickness 17um
+ weight 136 mm3/dm? Density 80%
1.21 gr/dm?
Signallayer Copper thickness 17um
136 mm3/dm? Density 40%
0.68 gr/dm?
A el e Signallayer Copper thickness 42pm
"""" HOEET ET e 136 mm3/dm? Density 40%
1.68 gr/dm?
Dielectric weight NP-155f Reference thickness 100um
2.0 gr/dm?
Summary 33.24 gr/dm2 at 1.5mm PCB-thickness
Via copper weight 17 mgr /100 vias Tool diameter 200um
Via copper volume 1.92 mm?® /100 vias
Via copper surface 88 mm? /100 vias

Die Produktion der Baugruppe ist tblicherweise in die Vorbetrachtung

zur Konstruktion eines Multilayer-Lagenaufbaus nicht eingebunden.

Mit Blick auf die systematische und zuverlassige Vorabplanung von

Lotprofilen (...far welche Oberflache ?) ist dies ein eklatanter Mangel. s
Allerdings ist das Problem, dafR es kein Anforderungsspektrum gibt... P>

y 4



Multilayerdokumentation / Statistische Parameter

> ...Welche Parameter flr eine zuverlassige Baugruppenproduktion
bekannt sein mussen, mul} erst noch erarbeitet werden.

Beispiel Kupfervolumina
Die Warmeaufnahme einer Leiterplatte ist eine wichtige
Grol3e bei der Erstellung des Reflowprofiles fir die
zuverlassige Lotung einer Baugruppe.

Beispiel Feuchtigkeitsaufnahme
Der Feuchtigkeitsgehalt einer Leiterplatte wird als
EinfluRfaktor auf das Delaminationsverhalten einer
Leiterplatte gehandelt.

Problem Die Aufnahme von Feuchtigkeit wird als
Prozentwert angegeben (...Gewicht oder Volumen ?).
Allerdings nehmen Kupfer und Glasgewebe keine
Feuchtigkeit auf. Es verbleibt das Harzsystem, dessen
Volumen allerdings nur bei detalllierter Kenntnis des
Lagenaufbaus, des Basismaterials und des spezifischen
Gewichtes auf umstandliche Art ermittelbar ist.

14




P 2. Abschnitt

Dokumentation von es- und ds-Leiterplatten
Bauplane zu starren Multilayern
Bauplane zu flexiblen Leiterplatten

Bauplane zu starrflexiblen Multilayern

Strategien und Regeln fir die Konstruktion von Multilayern




Aufbau flr eine einseitige starre Leiterplatte

LP-Klasse starr

Ri01T1.00c930-35#1

.//A.eiterplattenAkademie

Gesamtdicke 1.00mm
Stacklp  Vias Parameter  Layer Material .
Layer 1
Kontaktiert nein
s BlindVias nein
BuriedVias nein
Lagentypen 1 x Sig + Pow
NP-ASSH - 930)m DRih 1-2 MPS nein
Pluggen nein
KM nein
Impedanz 75 Q coplanar se
Montage nein

Thickness 0.96mm - 0.98mm Bare Board
0.99mm - 1.04mm ENIG
1.01mm - 1.09mm HAL
General tolerance +- 6%

LA-Drawing
Date

Name
Comment

#1046
11.08.2011
Wi

@ LeiterplattenAkademie 2011 al rights resarved

16




IMS-Leiterplatte 1

/// LeiterplattenAkademie Ri01T0.95¢800cup-70#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

LY-Top SIG POW
Copperfoil  70um
NPtsst  7sumltososres P4

Copper  800um DRth 1-2

Thickness 0.92mm - 0.97mm Bare Board LA drawing #1180

0.92mm - 0.98mm ENIG Date 12.11.2017
0.92mm - 1.01mm HAL Name Wi
General tolerance +.- 6% Comment

© LeiterplattenAkademie 2017 all rights reserved Subject to change  Without guarantee

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen
MPS
Pluggen

KM
Impedanz
Montage

starr
0.95mm

FR4 / Aluminium
1

nein

nein

nein

1 x Sig / Pow
nein

nein

nein

nein

1 X

17




Aufbau fir eine doppelseitige starre Leiterplatte

//A.eiterplattenAkademie

Ri02T1.05¢930-17#1

Material Stack-Up Vias

Parameter Layer

Plated 25pm
Copper 17pm

350pm s100 Q

785um s75Q
1750um s50 Q

NP-155ft1  930pm

Copper 17um
Plated 25pm

Ly-Top. o0/

125-100-125pm d 100 Q

DRth 1-2

2200 -100-300-100- 2200pm cs 50 Q

Thickness 0.91mm - 1.02mm Bare Board
0.99mm - 1.11mm ENIG
1.02mm - 1.15mm HAL
General lolerance +- 6%

LA-Drawing
Date

Name
Comment

#1050
13.08.2011
Wi

© LeiterplattenAkademie 2011 al rights reserved

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen
MPS
Pluggen

KM
Impedanz

Montage

starr

1.05mm

FR4

2

ja

nein

nein

2 X Sig + Pow

nein

nein

nein
50 Q) single ended
50 Q coplanar se
75 Q) single ended

100 Q single ended
100 Q differentiell

nein

18




Multilayer 1

//A_eiterplattenAkademie

RiO6T1.60c510-17#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer
LY-Top SIG
cF’:Iated 25um
opper 17um
NP-155fb  50pm | 106 SR:70 | [100-125-100pm d 100 @] [200pm s 50 O]
NP-155fb  70um [1080 MR:67
Copper 17um
NP-155fl  510um
Cipiee 170m [—
NP-155fb  70um {1080 MR:67
NP-155fb  70pm {1080 MR:67
Copper 17um :
NP-155ft  510um
Copper 17um
NP-155fb  70pm {1080 MR:67
NP-155fb  50pm | 106 SR:70 100-110-100pm d 90 Q 100pm s 65 Q
Copper 17pm
Plated 25um
LY-Bot SIG
Thickness 1.41mm - 1.59mm Bare Board LA-Drawing #1052

1.49mm - 1.68mm ENIG
1.52mm - 1.72mm HAL

General tolerance +,- 6%

Date 14.08.2011
Name Wi
Comment

LeiterplattenAkademie 2011 al rights reserved
© p g

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen

MPS
Pluggen
KM
Impedanz

Montage

starr

1.60mm

FR4

6

ja

nein

nein

4 x Sig

2 X Pow

nein

nein

nein
50 Q) single ended
65 Q) single ended
90 Q differentiell

100 Q differentiell
100 Q broadside dif

1x

19




Multilayer/Kontaktierungsstrategie 1

LP-Klasse starr

//A.eiterplattenAkademie Ri06T1.60c510-17#2

Gesamtdicke 1.60mm

Plating Strategy From Layer To Layer File Extension M -
aterial FR4
Throughholes LY-Top LY-Bot DRth 1-6
BlindVias LY-Top LY-2 LAbv 1-2
BlindVias LY-Bot LY-5 LAbv 6-5 L ay e r 6

Kontaktiert ja
BlindVias ja

Plated 25pum
Copper 17um

NP-155fb  65um | 1080 SR

coprer 7 ] L2 sicpow BuriedVias nein
@ CAD 120pymf = : ]
- - Lagentypen 6 x Sig / Pow

MPS nein

. |LY-3  SIG POW||

o roam zvosnse oo som Pluggen ja / Silberleitpaste
e — KM nein

. Impedanz nein
NP-155ftl

@ CAD 120pm|

@ Laser 120ym Montage 1x

Copper

NPoTsSh 65
Copper 17um
Plated 25pm

|LY-Bot SIG POW

20

@ LeiterplattenAkademie 2011 all rights reserved




Multilayer 6

/// LeiterplattenAkademie

Ri06T1.55¢50-17¢200-17#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer
LY-Top SIG
Plated 25um A m

Copper 17um
NP-155fb  50um | 106 SR:70

NP-155fb  65um | 1080 SR:64
Copper 17um

NP-155ftl  200um |

Copper 17um
NP-155fb 65um | 1080 SR:64

NP-155fb  65um | 1080 SR:
Copper 17um | -

NP-155ftl 50pum |
Copper 17pum =

NP-155fb  65um | 1080 SR:64

NP-155ftl

foRnis 0

NP-155fb  65um | 1080 SR:64
Copper 17pm
Plated 25um

LY-Bot GND

Thickness 1.35mm - 1.52mm Bare Board LA-Drawing #1161

1.43mm - 1.61mm ENIG Date 22.11.2016
1.46mm - 1.65mm HAL Name Wi
General tolerance +,- 6% Comment

© LeiterplattenAkademie 2016 all rights reserved Subject tochange  Without guarantee

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen

MPS
Pluggen
KM
Impedanz
Montage

starr

1.55mm

FR4

6

ja

nein

nein

2 X Sig

4 x Pow

LY-4 bis LY-5
ja / Epoxyharz
ja

50 Q single ended
1Xx

21




Multilayer 3

//A.eiterplattenAkademie

RI08T1.50c200-17¢300-17#1

Material

Stack-Up Vias

Parameter Layer

Plated

Copper
NP-155fh

NP-155fb
Copper

NP-155ftl

Copper
NP-155fb

NP-155fb
Copper

NP-155ft

Copper
NP-155fb

NP-155fb
Copper

NP-155ftl

Copper
NP-155fb

NP-155fb
Copper
Plated

25pm
17um
50um | 106 SR:70

LY-Top SIG

100-125-100pum d 100 Q

100pum s 65 Q

LY-Bot SIG

Thickness

1.35mm - 1.53mm Bare Board
1.43mm - 1.62mm ENIG
1.47mm - 1.65mm HAL
General tolerance +,- 6%

LA-Drawing #1049

Date 13.08.2011
MName Wi
Comment

© Leiterplatten

Akademie 2011 all rights reservad

LP-Klasse

Gesamtdicke

Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen

MPS
Pluggen
KM
Impedanz

Montage

starr

1.50mm

FR4

8

ja

nein

nein

6 X Sig

2 X Pow

nein

nein

nein
50 Q) single ended
65 Q) single ended

90 Q differentiell
100 Q differentiell

1 X 22




Multilayer/Kontaktierungsstrategie 2

/// LeiterplattenAkademie

RiO8T1.15¢200-17#1

Plating Strategy From Layer To Layer File Extension
Throughholes LY-Top LY-Bot DRth 1-8
BuriedVias LY-2 LY-7 DRth 2-7
BlindVias LY-Top LY-2 LAbv 1-2
Blind Vias LY-2 LY-3 LAbv 2-3
BlindVias LY-7 LY-6 LAbv 7-6
BlindVias LY-Bot LY-7 LAbv 8-7
LAbv 1-2
@ CAD 120pm
@ Laser 120um
@Pad 350um| [\ v 105 SiG POW
Plated 20um
Copper 9um
TU-62P-5  96pm LY-2 SIG POW
Plated 20um
Copper 17pm —
TU-62P-5  96um LAbv 2-3
Copper 17um @ CAD 120pm
___DRth 1-8 @ Laser 120pm
1@ CAD 100um '
TU-622-5 200um W peilp - 200um
|@ Pad 500um
e
i HH @ Drill 200pm
Copper 17um P
TU-622-5 200um
@ Laser 120um|Ly-6  SIG POW
Copper 17um @ Pad 350um
TU-62P-5  96um 2113 MR LAbv 7-6 -
Copper 17um
Plated 20pm
TU-62P-5 96um| 2113 MR LY-7__SIG POW
Copper 9um
Plated 20pm

eiterplatten, ademie all rights reserved
LeiterplattenAkad 2016 al rig

@ CAD 120pm

@ Laser 120um
@ Pad 350pm

LAbv 8-7

Subject tochange  Without guarantee

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen
MPS
Pluggen

KM
Impedanz
Montage

starr

1.15mm

FR4

8

ja

ja

ja

8 x Sig / Pow
nein

ja / Epoxydharz
nein

nein

2 X
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Multilayer 4

LP-Klasse starr

g Leiterp|attenAkademie Ri10T1.60c100-17c250-17#1 Gesamtdicke 1.60mm

Material FR4

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

LY- SIG
Plated 25um el EM] L ay er 1 O
Copper 17um
NP-155fb 50um | 106 SR:70 100-125-100pm d 100 Q| |200um s500Q

£ : 110-100-110um d 90 Q 1 H
S 1o Kontaktiert ja

NP-155ftl  100pm §
Copper 17um

— Y3 __vee BlindVias nein
NP-155fb  70pm 1080 MR:67 1751001 150m 4900
NP-155fb T0um {1080 MR:67 100-140-100pm d 100 Q
Copper 17um

BuriedVias nein
Lagentypen 5 x Sig

Copper 17um it e it ]

NP-155fb  70um [1080 100-140-100pm d 100 Q| [155um s 50 Q 5 X POW
115-100-115pm d 90 Q

NP-155fb  70um [1080 MR:67

Copper 17um MPS LY'Z LY'3 / LY'8 LY'9

NP-155ftl  250pm

NP-155ftl - 250pum |

Pluggen nein

Copper 17um
NP-155fb  70pm [1080 MR:67

NP-1565fb  70um [1080 MR:67 K M ja

Copper 17um §
NP-155ftl  100um |

Copper 17um

Impedanz 50 Q) single ended

NP-155fb  70um {1080 MR:67 110-100-110pm d 90 Q . .

gg’;-):)g?fb ?gﬁm 106 SR:70 100-125-100um d 100 Q 90 Q dlffe re nt|e”

Plated 25um SiG . .

100 Q differentiell
Thickness 1.44mm - 1.62mm Bare Board LA-Drawing #1038 M O n tag e 1 X

1.52mm - 1.71mm ENIG Date 24.02.2011
1.55mm - 1.75mm HAL Name Wi 24
General tolerance +- 6% Comment

© LeiterplattenAkademie 2011 al rights reserved




Multilayer 5

Material Stack-Up Vias

LeiterplattenAkademie

Ri16T1.85¢50-17¢150-17#1

Parameter Layer

Plated 25um
Copper
NP-155fb  50um | 106 SR:70

LY-Top SIG

NP-155fb  70um {1080 MR:67
Copper 17um

NP-155ftl  150um

Copper 17pum
NP-155fb  70um [1080 MR:67

100-130-100pum d 100 Q| [185um s 50 O

NP-155fb  70um {1080 MR:67
Copper 17pm

NP-155ftl  150pm
Copper 17um

NP-155fb  50um | 106 SR:70

Copper 17um
NP-155ftl 50um
Copper 17um

NP;—) 55fb  50pm
Copper 17um

NP-155ftl  150pm

Copper 17um
NP-155fb  70um [1080 MR:67

NP-155fb  70pm | 1080 MR:67
Copper 17um

NP-155ftl  150um

Copper 17um
NP-155fb  70upm {1080 MR:67

165um s 500

LY-15 GND

NP-155fb  50um | 106 SR:70
Copper 17pum
Plated 25um

100-130-100um d 100 Q| [185um s 50 Q

SIG

Thickness 1.64mm - 1.84mm Bare Board
1.71mm - 1.93mm ENIG
1.75mm - 1.97mm HAL
General tolerance +,- 6%

LA-Drawing #1035

Date 17.12.2010
Name Wi
Comment

© LeiterplattenAkademie 2010 all rights reserved

LP-Klasse

Gesamtdicke

Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen

MPS
Pluggen
KM
Impedanz

Montage

starr
1.85mm
FR4
16
ja
nein
nein
6 X Sig
10 x Pow
LY-5 bis LY-12
nein
ja
50 Q) single ended
100 Q differentiell
1Xx

25




Multilayer 7

LP-Klasse starr
Gesamtdicke 1.15mm
Material FR4

Ri14T2.00c125-17¢c180-17#1

/// LeiterplattenAkademie

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

280-150-280pm d 80 Q| |[LY-Top SIG |[EM

Plated 25um

Copper 17um
Ro3003 125um
Copper 17um

R-1650M  122pm |2116 HRC:54

Copper 17um

R-17556M  180pm
Cor er 17um :
R-1650M  55um| 106 SR:75
Copper 17um == .

R-1755M  125pm
Copper 17um

R-1650M  122um |2116 HRC:54

Copper 17um
R-1755M  125pum
Copper 17pum

R-1650M  122pm |2116 HRC:54

Copper 17pm
R-1755M  125pum |

170-150-170pum d 100 Q1 260um s 50 Q
125-210-125um d 120 Qf{ 400um s 40 Q
LY-2 GND

LY-3 SIG

 [125-120-125pm _d 80 Q}]100um s 50 Qf
| [100-300-100pm d 100 Q}{170um s 40 O

Y-4  GND

e—— — — -5 1
DRth 1-14

120-150-120pum d 80 Q| [135um s40 Q
LY-7 GND

145-145-145um  d 80 Q}[185um s 40 Q]
185um s400Q
145-145-145pm d 80 Q

Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen
MPS
Pluggen

8

ja

ja

ja

8 x Sig / Pow
nein

ja / Epoxydharz

RofeSom AL KM nein

Copper 17pm LY-11  GND

Re17ssm 150um [ S 100-300-100um Impedanz nein
1100um s 50 Qf

Copper 17um

R-1650M  122pm |2116 HRC:54

Copper 17um
Ro3003  125pm

Copper 17um
Plated 25pum

Ly-12  SIG

125-210-125pm d 120 Q[ 400um s 40
100-150-100pm d 100 Q260um s 50 O

280-150-280uym d 80 Q| |LY-Bot SIG

Montage

2 X

Thickness 1.76mm - 1.98mm Bare Board LA drawing #1148
1.84mm - 2.07mm ENIG Date 25.03.2016
1.87mm - 2.11mm HAL Name Wi 26
General tolerance +,- 6% Comment b

@ LeiterplattenAkademie 2016 all rights reserved

Subject to change ~ Without guarantee




Multilayer 8

LP-Klasse
Gesamtdicke

/// LeiterplattenAkademie Ri14T2.10c77-17¢146-17#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer
Plated 25um

280-135-280um d 80 Q| |[LY-Top SIG M at er I al
Copper 17pm

R-5670(K) 77um | 1078 RC:64 160-135-160pm d 100 Q| [300pm s 50 Q

145-250-145um d 120 Q[1430pm s 40 Q L ay er

R-5670(K) 77um | 1078 RC:64
Copper 17um

R5775(<) 146 | Kontaktiert

LY-3
Copper 17pm
R-5670(K) 77pm | 1078 RC:64 190-150-190pm d 80 Q| [150pm s 50 Q

R-5670(K) 77um | 1078 RC:64 (130-200-130ym d 100 Of{225um 540 @ B I N d Vl as

Copper 17um LY-4 GND E

R-5775(K) 146pm B u rl ed Vl as

Copper 17um
R-5670(K) 77um | 1078 RC:64

s T e I Lagentypen 8 x Sig/ Pow

Copper 17pm
R-5775(K) 75pum
Copper 17pm

R-5670(K)  77pm | M PS neln

Copper 17um
R-5775(K) 75pm

55 L e Pluggen ja / Epoxydharz
2;5;12(& :;:jm 1078 RC:64 i 190-150190pm d 8 n 225um s 40 Q .
R-5775(K) 146pm = K M nel n
Copper 17pm :

RederOlyy  Trum (MOGERC O [130-200-130um d 100 0|[225um s 40 O I m p ed anz nein
R-5670(K)  77pum | 1078 RC:64 190-150-190pm d 80 Q| [150um s 50 Q

Copper 17pm .:
R-5775(K) 146pm : - M O ﬂ tag e 2 X

Copper 17pm (—— : . = LY-13 GND

RO0ZEO0KY  TThm [EOFBIRCICH 145-250-145um d 120 Q{430um s 40 Q

R-5670(K)  77um | 1078 RC:64 160-135-160pm d 100 Q| [300um s 50 Q
Copper 17pm
Plated 25pum

280-135-280um d 80 Q| |[LY-Bot SIG

Strategien und Regeln fur die Konstruktion von Multilayern

Thickness 1.90mm - 2.14mm Bare Board LA drawing #1148
1.98mm - 2.23mm ENIG Date 24.04.2016
2.01mm - 2.27mm HAL Name Wi
General tolerance +- 6% Comment =

© LeiterplattenAkademie 2016 all rights reserved Subject to change  Without guarantee




Aufbau fur eine einseitige flexible Leiterplatte

/// LeiterplattenAkademie

Fx01T0.30c50-35#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

Stiffener

Polyimide
N7000-1  190Km

Adhesive 25um NPth 1-2

Coverlay 25um
Polyimide fx 50um

Copper 35um
Coverlay 25um

Explanation Material details

Information  The suffix "fx" in "Polyimide fx" ist used by the LeiterplattenAkademie to separate
flexible Polyimide material (...~ fx) from rigid Polyimide material (no suffix).

FR9110
Polyimide fx Kapton 25um
Acrylic adhesive 25pm
Copper 35um

Please note . Acrylic adhesive is not shown in the stackup plan

FR7001

Coverlay Adhesive 12.7pm
Kapton  12.7pm

FR0100
Adhesive Acrylic adhesive 25pum T
(hot glued)
Thickness 0.31mm - 0.31mm Bare Board LA drawing #1066
0.31mm - 0.31mm ENIG Date 14.01.2013
not available HAL Name Wi
General tolerance +- 6% Comment

© LeiterplattenAkademie 2013 all rights reserved

Subject to change ~ Without guarantee

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen
MPS
Pluggen

KM
Impedanz
Montage

flexibel
0.30mm
Polyimid
1

nein
nein
nein

1 x Sig + Pow
nein
nein
nein
nein
nein

28




Aufbau fur eine doppelseitige flexible Leiterplatte

LP-Klasse flexibel

/// LeiterplattenAkademie Fx02T0.34c75-17#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

Gesamtdicke 0.34mm

Material Polyimid
Layer 2

s __siifener Kontaktiert ja
NP-155ftl  100pm [(Y-Top SiG | . . ]
BlindVias nein

Adhesive 25um

Polyimide fx 75um
Copper 17um
Plated 25um
Coverlay 25um

BuriedVias nein
et Lagentypen 2 X Sig + Pow

MPS nein

cxplanaon_ Material detils Pluggen nein

Information  The suffix "fx" in "Polyimide fx" ist used by the LeiterplattenAkademie to separate
flexible Polyimide material (...~ fx) from rigid Polyimide material (no suffix). K M

nein
Copper 17um FR8515

Acrylic adhesive 25pum
Polyimide fx Kapton 25um

Acrylic adhesive 25um

Copper 17um Please note : Acrylic adhesive is not shown in the stackup plan

Impedanz nein

Montage nein

FR
Coverlay Adhesive 12.7uym -

Kapton  12.7pm

Adhesive Acrylic adhesive 25um

(hot glued)
Thickness 0.31mm - 0.35mm Bare Board LA drawing #1070
0.35mm - 0.40mm ENIG Date 19.01.2013
not available HAL Name Wi 29
General tolerance +,- 6% Comment

© LeiterplattenAkademie 2013 all rights reserved Subject to change  Without guarantee




Aufbau flr einen 4-Lagen starrflexiblen Multilayer 1

LP-Klasse starrflexibel

/// LeiterplattenAkademie RF04T1.50075-17¢1130-17#1

Gesamtdicke 1.50mm

Material Stack-Up Vias Parameter Layer . . .
Material Polyimid + FR4
Layer 4

Spidermic s 18um Kontaktiert ja

Copper 17pm
Polyimide fx 75um
Copper 17pm

BlindVias nein

Coverla 37um ; 3 &

(i 112:12 | vz siciong] ] ) .
e = (R BuriedVias nein

Lagentypen 2 X Sig + Pow
2 X Sig

MPS nein
Pluggen nein

- | _ KM nein

. . mpedanz ain

NP-155fr  1130pm

DRth 1-4

Montage 1 X

Thickness 1.33mm - 1.50mm Bare Board LA drawing #1098
1.41mm - 1.59mm ENIG Date 08.09.2014
not available HAL Name Wi 30
General tolerance +,- 6% Comment -

© LeiterplattenAkademie 2014 all rights reserved Subject to change ~ Without guarantee




Aufbau flr einen 4-Lagen starrflexiblen Multilayer 2

/// LeiterplattenAkademie

RF04T1.50c75-35c460-17#1

Material Stack-Up Vias

Parameter Layer

Plated 25um
Copper 17um

NP-155ftl  460um

NP-155fb  70pum | 1080 MR:67

LY-Top SIG

DRth 1-4

NP-155fb  70pm | 1080 MR:67
Coverlay 37um
Copper 35um
Polyimide fx 75um
Copper 35um
Coverlay 37pum
NP-155fb  70pm |1080 MR:67

LY-2 SIG/GND

LY-3 SIG/VCC

NP-155fb  70pm |1080 MR:67

NP-155ftl  460pm

Copper 17um
Plated 25um

SIG

Thickness 1.34mm - 1.51mm Bare Board
1.42mm - 1.60mm ENIG
not available HAL

General tolerance +- 6%

LA drawing #1096

Date 04.09.2014
Name Wi
Comment -

© LeiterplattenAkademie 2014 all rights reserved

LP-Klasse
Gesamtdicke
Material
Layer
Kontaktiert
BlindVias
BuriedVias
Lagentypen

MPS
Pluggen
KM
Impedanz
Montage

starrflexibel
1.50mm
Polyimid + FR4
4

ja

nein

nein

2 X Sig

2 X Sig + Pow
nein

nein

nein

nein

1 X

31




Aufbau flr einen 8-Lagen starrflexiblen Multilayer

LP-Klasse starrflexibel

/// LeiterplattenAkademie RF08T1.50¢75-17¢250-35#1

Material Stack-Up Vias Parameter Layer

Gesamtdicke 1.50mm
Material Polyimid + FR4
Layer 8

-

Plated 25um

Copper 17um . .
NP-155fb  100pum | 2116 SR:52 Kontaktl ert Ja

NP-155fb  100pm | 2116 SR:52 B I I n dVI aS nein

Copper 35um

NP-155ftl  250pum

BuriedVias nein

Lagentypen 3 x Sig
3 X Pow
2 X Pow + Pow

MPS nein
Pluggen nein
KM nein

Impedanz 50 Q single ended
Montage 1 X

Copper 35um

NP-155fb  70pum {1080 MR:67
NP-155fb  50pum :
Coverlay 37um 106 SR:70
Copper 17um B
Polyimide ~ 75um -
Coveray  3rim
overlay um .
NP-155fb  50pum L0
NP-155fb  70pm {1080 MR:67

Copper 35um

NP-155ftl  250pum

Copper 35um
NP-155fb  100pum | 2116 SR:52

NP-155fb  100um | 2116 SR:52

Copper 17um
Plated 25um

Thickness 1.33mm - 1.50mm Bare Board
1.41mm - 1.59mm ENIG
1.44mm - 1.62mm HAL

General tolerance +,- 6%

LA-Drawing #1044
Date 03.08.2011

Name Wi 3 2

Comment

© LeiterplattenAkademie 2011 all rights reserved
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Nomenklatur fur Bauplane 1

Nomenklatur

Die Syntax fur die Bezeichnung eines Bauplanes soll Auskunft geben
Uber die Leiterplattenklasse, die Lagenanzahl, die Gesamtdicke, die
Dicke des Laminates und des Dielektrikums flir den 1. Kern, die Dicke
des Laminates und des Dielektrikums fr den 2. Kern, einen Postfix sowie
einen Suchindex.

Die Nomenklatur ist damit alphanumerisch und als ASCII-Code in
Verzeichnissen selbstsortierend. Das Postfix ist numerisch und erlaubt
Uber ein Softwareprogramm Querreferenzen.

Regel (Leiterplattenklasse)

Die Leiterplattenklasse wird mit 2 Buchstaben gekennzeichnet.

Kennung Klasse Lagenanzahl
Ri ~ Leiterplattenklasse "Rigid" [ Starr (es, ds, ML)
FXx ~ Leiterplattenklasse "Flex" | Flexibel (es, ds, ML)

34

RF ~ Leiterplattenklasse "Rigidflex" / Starrflexibel (ML)




Nomenklatur fur Bauplane 2

Regel (Lagenanzahl)

Die Lagenanzahl wird mit 2 Ziffern angegeben.

01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 16....

Regel (Leiterplattendicke)

Die Gesamtdicke der Leiterplatte wird mit "T" (~ thickness) und 1 oder 2
Vor- und 2 Nachkommastellen in [mm] angegeben.

Gesamtdicke T0.60 T0.90 T1.10 T1.50 T1.65 T1.80 T2.00... [mm]

Regel (1. Kern)
Die Dicke des 1. Kerns wird mit "c" fur "core (~ Kern)" in [um] angegeben.
1. Kern c50 ¢75 c¢100 c150 c200 c300 c360....[um]

Das Basiskupfer des 1. Kerns wird mit einem "-" an die Bezeichnung des
1. Kerns angehangen.

Basiskupfer -5 -9 -12 -17 -35 -70 -105 -210 -420 [um]

35




Nomenklatur flir Bauplane 3

Regel (2. Kern)

Die Dicke des 2. Kerns wird mit "c" flr "core (~ Kern)" in [um] angegeben.
2. Kern c50 c¢75 c¢100 c150 c200 c300 c360....[um]

Das Basiskupfer des 2. Kerns wird mit einem "-" an die Bezeichnung des
2. Kerns angehangen.

Basiskupfer -5 -9 -12 -17 -35 -70 -105 -210 -420 [um]

Regel (Postfix)

Uber das Postfix als Anhang zum Namen des Bauplans werden
Varianten unterschieden, die zur gleichen Familie gehoren.

Postfix #1 #2 #3 #4 #5....

Regel (Suchindex/Drawing)

Der Suchindex/Drawing ist eine mindestens 4-stellige Zahl, die mit einem
Individualisierten Prafix versehen werden kann. Der Suchindex wird nur
einmal pro Bautypkatalog vergeben und dient auch als Sicherheit fir eine
eindeutige Bauplanbezeichnung. a6

Suchindex mit Prafix "isw" Isw1000 isw1001,..., i1swl1ll4?2 etc (‘/




Nomenklatur fir Bauplane 4

Beispiel (Nomenkiatur)
Nomenklatur des Bauplans

Lesart

Ri

08

c300-35
#1

/// LeiterplattenAkademie\Y Ri08T1.60c100-35¢300-35#1

Leiterplattenklasse "Ri" (starr)
Lagenanzahl "8"

Gesamtdicke "1.60" mm

1. Kern 100 um mit 35 um Kupfer
2. Kern 600 pm mit 35 pm Kupfer
Postfix Nummer "#1"

Material Stack-Up Vias

Parameter

Layer

175-150-175um d 90 Q| LY-Top SIG

Plated 25um
Copper 17um

NP-155fb  70um |1080 MR:67 150-175-150um d 100 Q| |225pm s 50 Q

NP-155fb  70pm |1080 MR:67
Copper 35um

NP-155ftl  300um

37




P 4. Abschnitt

Beispiele flr die Dokumentation von
Multilayern durch Leiterplattenhersteller

Strategien und Regeln fir die Konstruktion von Multilayern




Multilayerdokumentation Fa. Wulrth

Impedanzen:

WE  |S1Zo 50 Ohm @ 154 pm track width

$12Zo 55 Ohm @ 125 pm track width

WE _ [S1 Zdiff 90 Ohm @ 135/ 140 / 135 pm

$1 Zdiff 94 Ohm @ 125/ 150/ 125 pm

WE  |$1 Zdiff 100 Ohm @ 130/ 235/ 130 pm

$1 Zdiff 105 Ohm @ 115/250/ 115 pm

WE__ |S2Zo 50 Ohm @ 105 pm track width

52 Zo 51 Ohm @ 100 pm track width

Wwe [S2Zdiff 100 Ohm @ 90/ 210/ 90 ym

$2 Zdiff 95 Ohm @ 100/ 200 / 100 pm

BUILD-UP-HDI O
8 - Lagen —_— e @ s
— —o0
WE-Artikel Nr.: HDI 1+4+1 '—'wi_o'_o_
Customer: U
layer description Configuration _— cu | PRePREG ':::;mf rnE:ans "izlm;:‘s
Customer WE fer) Tum] [um]
ToPvS | 81 Fail 12pm |1 12
1x2113 6 92
Ref 35pum i}
0,300 mm 300
Gnd 35um 3
2x1080 136
vee | 35 um 1
0,300 mm 300
Ref 35pum i}
1x2113 92
aaaaaa s1 Fail 12pm |1) 12
Material: lowCTEz Tg.150° hf
1) copper thickness outer layers: appr. 50 ym

min. 33.4 / 38.4 according to IPC-A

total material thickness:

Note: Lamination thickness for Propra

g5 depending on layout charactaistics,

Final lamination thickness| 1,08 | +- | 0,10 |mm Date: Engineer
Thickness with electroplated Cu| 1,16 | +- | 0,11 |mm
Total thickness with soldermask| 1,22 | +/- | 0,12 |mm
Customer Requirement +- mm |point

Beispiel (Lagenaufbau Fa. Wiirth)

Der Aufbau des Multilayers ist
als "Build-UP-HDI" klassifiziert.
Die erforderlichen Werte und
Grdl3en sind ausgewiesen.

Referenzen (IPC 0.4.)

Grafik des Aufbaus

Material (Glasgewebe, Cu-Folien)
Materialreihenfolge

Anzahl der Prepregs

Dielektrika

Verpreldte Dicken
Layerbezeichnung (Top,...2, 3,...)
Layerfunktion (S, Ref, GND, VCC)
Kontaktierungsstrategie
Impedanzwerte

Enddicken

39




Multilayerdokumentation Fa. ILFA (Blatt 1)

HIILFA Stack up 203 own| Belspiel (Lagenaufbau Fa. ILFA ((Blattl)

Im Aufbau des Multilayers sind die
. wichtigsten Werte und Grof3en
- ausgewiesen.

17 Copper
100 PCL370HR

ero || Referenzen (IPC 0.4.)

100 PCL370HR

Grafik des Aufbaus

17 Copper
52 PCL370HR

he thickness of prepregs and the resulting impe

g, Material (Glasgewebe, Cu-Folien)
| Materialreihenfolge

| Anzahl der Prepregs

e Verprel3te Dicken

!l Layerbezeichnung (BS,...i2, i3,...)
- Kontaktierungsstrategie

oo | Enddicken

Die | d Ind auf el
1.7mm +/-1 te created 2015 - -
presses nicknss” 1159 m i zwelten Blatt ausgewiesen
No warranty on meeting twist and bow specifications according to IPCe@12 - IPCE@18 in case of asymmetrical stack up. [
rtechnik GmbH  Multilayer stack up modules are pro it izard VV3.437




Multilayerdokumentation Fa.ILFA (Blatt 2)

RIILFA  Information 203 Beispiel (Lagenaufbau Fa. ILFA ((Blatt2)

Impedances

i | Auf dem 2. Blatt werden physika-
; lische Eigenschaften ausgewiesen.

ard VV3.437

Impedanzwerte mit Angabe der
Geometrien und Lagenbezlige

nt - Generated with StackUpWiz

cted by patel

les are proter

rtechnik GmbH  Multilayer stack up modul

Der Aufbau beschreibt einen Multi- ol
layer im Entwurfsmodus.

©2011 by ILFA Feinstleite




Multilayerdokumentation Fa. KSG Gornsdorf

Beispiel (Lagenaufbau Fa. KSG)

Kunde EENEE

seee Eine besondere Klassifikation des
T e Lagenaufbaus liegt nicht vor.

KSG-Schliisselnummer Datum:

Die erforderlichen Geometrien,
Dicken und Abstande sind aus-
o gewiesen.

5
]

=lala
Slo|ls|s|v

=
=]

=l a]|=
old|o|le

~
~
ola|l S

o Auflistung der Materialien
Material (Glasgewebe, Cu-Folien)
& Materialreinenfolge
i Anzahl der Prepregs

Verpreldte Dicken
Layerbezeichnung (Top,...2, 3,...)
Enddicken

FEEEEEEEEE
on
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P 5. Abschnitt

Integration von Multilayer-Bauplanen
In die Datenbanken der CAD-Systeme

Strategien und Regeln fir die Konstruktion von Multilayern




Layer Stackup : Layerfunktionen Quelle Jennifer Vincenz 1

Layerstackup mit Angabe der Materialien, Dicken und Qualitaten.

Hame Aszsociated Layer Clasz Side Bias Het Material | Thickness
Wires Top Wire Link Top Mone ] IR HI]
;.».i; A A R A R A ZFUM [E-D"'LI"D]-ETI-} Eluhrplan .?.I:i:'ﬁnn.A..a...a..:Ew;;..;.-;..;..?f-nﬁﬁﬁr\ﬁﬁh: tjﬁﬁﬁ\?iﬁ
Rahmen_BS Rahmen Top MNone 0.000
b i Pin Names Mon-Electrical (Top MNone 0000
o BBA (Bestickungsplan BS m.PolZeichen) |polzeichen Top iMone : ! 5 0.000
B BBV (Bestickungsplan BS/ Bauteilwert) |Assembly Top None ; 2 0.000
i BBR (Bestickungsplan BS/Bauteinams) |BBR Top. iMone i : 0.000
Y FPB (Lotpastendruck BS) Paste Mask Top Mone 0.000
Y LB (Bestickungsdruck BS) Silkscreen-Sy i Top None 0.000
v DB Hame Sikscreen  Top Nome 0.000
% |BS (Bestickungsseite) | i iCcu 17 0.045
1501 Construction FR4_150 0150
© |I2N (Lawver 2} neg. e e e e S S s |Paweer ;Zf_ll;ﬂl' "~ {Power Plane :Gnd CoAT 0.7
502 Construction MNone FR4_ 930 .930
13M (Lawer 3} neg. Powrer Anner Power Plane ;+3V Cu-1F 0017
1503 Construction MNone FR4_150 0150
Y |LS (Lotseite) Electrical H
' MLN (Lotstopmaske LS) Solder Mask
| DL-Mame Silkscresn : | 5
i ?'DL (Bestickungsdruck LS) |Silkscreen-Sy :Bottom None j j 0.000
- LLntpastendru-:lf 5 (e S e st
i E|LFl (Eestuckungsplﬂn LE—."EE[IJtEIlI‘IEmE.‘_.- BBR T Bokom 0000
- rEIestuckungsp:lé'ﬁ S éﬁ{éii;ﬁﬁ} ......... 7 EEEHEE ............................................. S
BLA [Eestuckungsﬁ-lé-ﬁ LSmF‘uI—E&lch&n; polzeichen o . 0.000
g I:ED&EH'E Py S e
Rahmen_LS Rahmen Bottom None 0.000
eres Eluttum Wire Link Bottom Mone 0.000
Documentation 3 Documentation Mone ; 0,000
Contruction Lines Documentation Mone 0.000
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Layer Stackup : Tabellarischer Multilayerbauplan H B

Quelle Jennifer Vincenz

Die Materialien fur den Multilayeraufbau sind tabellarisch ausgewiesen.

Layer Stack flr 8-Lagen Starrflex
Jennifer Vincenz )
eMail.jvincenz@tecnotron.de _
Zo/
Thickness Track Polar Layer
GER Files |Material range Thickness|Er Range |Erist [Width CITS25 |usage
GTO Silkscreen
GTS Soldermask 8..15 0]3.0..4.0 3.3
GTL top 40...52 45 gnd-polygon
pp 100+100 190...200 200]4.2..4.9 4,2
GP1 int 35 signal
core 25014.2..4.9 42
G1 in2 35 150X ] ond/vee plane
Kl 25+FR4 50+190...100 100]4.0..4.7 4,2 gerechnet mit Er-off 3
Cover Polyimid [25...38 37,5 35 :
GP2 in3 17 130> 4/ signal
core Polyimid (513.2..3.7 a5
G2 ind 17
Cover Polyimid |25...38 37.5 B .
K] 25+FR§_5D++ 90...100 100[2.0..4.7 Qi JercoaRcEmit EREIS,
G3 in5 a0 150 gnd/vee plane
core 25014.2..4.9 42
GP3 inG 35 signal
pp 100+100 190...200 20014.2..4.9 4,2
GBL bottom 45 gnd-polygon
GBS Soldermask 8.5 013.0..4.0 a3
GBO Silkscreen
total thickness 1514 45
alle Dicken in pm ///



Layer Stackup : Grafischer Bauplan vs. Texttabelle

Die tabellarische und die grafische Darstellung beschreiben den gleichen

Lagenaufbau.

Die Tabelle enthalt alle elementaren Informationen und ist als Datenbank
far einen Softwareautomaten (~ CAD-System) geeignet.
Die Grafik ist fur die intuitive Erfassung und Bewertung eines Bauplanes
durch einen Menschen wesentlich aussagekraftiger.

Textliche Darstellung

Grafische Darstellung

Layer Stack fiir 8-Lagen Starrflex
Jennifer Vincenz [
eMail.jvincenz@tecnotron.de
Zo/
Thickness Track Polar Layer
GBR Files [Material range Thickness|Er Range |Erist |Width CITS25 |usage
GTO Silkscreen
GTS Soldermask 8..45 0]3.0..4.0 3,3
GTL top 40..52 45 gnd-polygon
pp 100+100 180...200 200]4.2..4.9 4.2
GP1 int 35 signal
core 250(4.2..4.9 4.2
G1 in2 35 150X ond/vee plane
Kl 25+FR4_50+190...100 100(4.0..4.7 4.2 :
Cover Polyimid |25..38 375 i) gerechnet mit Er-eff 3.
GP2 in3 a7 13033 M signal
core Polyimid §8i3.2..3.7 3.5
G2 ind 17
Cover Polyimid [25...38 375 3.5 :
Kl 25+FR4_50+190...100 100[4.0.47 |l g
G3 in5 35 150 gnd/vee plane
core 250]4.2..4.9 4.2
GP3 in6 35 signal
pp 100+100  |190...200 200/4.2..49 4,2
GBL bottam 45 gnd-polygon
GBS Soldermask 8... 0]3.0..4.0 3.3
GBO Silkscreen
total thickness 1514
alle Dicken in ym

RF08T1.50c75-17¢250-35#1

///LeiterplattenAkademie
Material

erial Stack-Up Vias

Plated 25pum
Copper 17um

NP-155fb

NP-155fb
Copper

NP-155ftl

Copper
NP-155fb

NP-155fb
overlay

Coner

Polyimide 75|

Copper

Coverla

y
NP-155fb
NP-155fb

Copper
NP-155ft]

Copper
NP-155fb

NP-155fb

Copper
Plated

Thickness 1.33mm - 1.50mm Bare Board
1.41mm - 1.59mm ENIG
1.44mm - 1.62mm HAL

| tolerance +,- 6%

LA-Drawing
Dat

#1044
03.08.2011
Wi
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Vielen Dank fur Ihr Interesse.

Philosophisches zum Ende

Eine einfachere Einfachheit ist
nur moglich vor dem Hinter-
grund einer komplexeren

Komplexitat.
Gerhard Eigelsreiter, Graz

Komplexe Systeme erzeugen

komplexe Fehler.
Berufserfahrung

Alles Gute ist immer einfach.
Aber alles Einfache ist nicht

Immer gut.
Volksmund

Man muf3 die Dinge so einfach
wie mdglich machen, aber

nicht zu einfach.
Albert Einstein

Quidquid agis, prudenter agas
et respice finem.
Asop

a7
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Strategien und Regeln fir die Konstruktion von Multilayern
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Die LA - LeiterplattenAkademie GmbH

Die Sicherung des Standortes Deutschland in Europa und der Erhalt der inter-
nationalen Wettbewerbsfahigkeit setzt eine systematische und kontinuierliche
Qualifikation der Mitarbeiter/innen eines Unternehmens voraus.

Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit einer Industriegesellschaft und inre
technologische Kompetenz am Weltmarkt wird (auch) durch die Qualitat ihrer
Elektronikprodukte bestimmit.

Das erfordert eine fachlich hochwertige Aus- und Weiterbildung. Wir verstehen es
als unserer Aufgabe, Fachwissen in den entscheidenden Bereichen zu vermitteln.

B Schaltplanentwicklung B CAD-Design B CAM-Bearbeitung

B Leiterplattentechnologie M Baugruppenproduktion

- - = foos
enderCPU  [7
festmodus




lhr Referent

Arnold Wiemers

Seit 1980 selbststandig als Softwareentwickler
fur die Kalkulation, die Fertigungsablaufe und
Fertigungsleitsteuerung von Leiterplatten.

Ab 1983 angestellter Geschaftsflhrer flr den
Fachbereich CAD der ILFA GmbH, Aufbau der
CAM in den 1990er Jahren und ab 2000 Tech-
nologieberatung flir komplexe Leiterplatten.

Seit 2009 Inhaber und Technischer Direktor
der LA-LeiterplattenAkademie GmbH.

Fachseminare zur Leiterplatten- und Baugruppentechnologie.

Mitarbeit am Schulungskonzept der entsprechenden Fachverbande.
Vom IPC zertifizierter CID, CID+, CIS 6012, Tutor und Trainer. ZED.
Aktives Mitglied im AK-Design des ZVEI. 50
Forderung der Ausbildung an Berufs-, Fach- und Hochschulen.




l-*::‘.:r”t:rrlll ISN INDIVIDANILSORF THNAE
' £ S N /// LeiterplattenAkademie

AL, o~
vvissen
Handeln

HOME LOGIN LIZENZSERVER ABONNEMENTS UBER UNS IHR AUTOR KONTAKT

Herzlich Willkommen auf unserem Portal.

Wir bieten lhnen Kompetenz, Information und Ausbildung zu den Themenfeldern CAD-Designregeln, Leiterplattentechnologie und
Baugruppenproduktion.

Nach einem Login auf unseren Lizenzserver erhalten Sie Zugang zu den von lhnen abonnierten Seminarunterlagen und Software-
anwendungen. Unter Abonnements erfahren Sie, welche Leistungen wir zur Verfugung stellen kbnnen, welche Aufwendungen Ihnen
entstehen und wie Sie die von Ihnen gew(linschten Dienste ordern kdnnen.

Der Link ,LeiterplattenAkademie” fihrt Sie zur Homepage unseres Partners, der LA - LeiterplattenAkademie GmbH.

Sie konnen dort freie Seminare und InHouse-Schulungen buchen und Dokumente zu Aufbauten starrer und starrflexibler Multilayer
erwerben.

5 TXBVG-"CMT10(REFB,BVG) : s . : TR T
5 TXBGE="CMI@3(REFB,BGE) LY

LI5T35 ; Datenbank : Verzelichnis zelgen

S GLB=SE(TXBTY_LER,1,16) " "_SE(TXBWR 16

5 N=N+1,"VRZ@L(TTY,N)=" " SE(GLE_LER,1,

S “MRKO1(TTY,N)=BTY_";" BWR_";"_BVG_";" §

G LIST3A

PLZG ; Projektliste zu Bautelltypen erst

KILL BTXT S5 AN="",A-*MRKO1{TTY,VZNR) g ; : : :
S BIY=$P(A,";",1),BWR=$P(A,";",2),BVG1 = - ' T
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//LeiterplattenAkademie

© Alle Rechte an den Unterlagen liegen beim Autor Arnold Wiemers.
Eine Vervielfaltigung gleich welcher Art, auch auszugsweise, ist ohne
schriftiche Genehmigung der LA - LeiterplattenAkademie GmbH nicht
zulassig. Alle Angaben in diesen Unterlagen sind ohne Gewahr.

Kontakt

LA - LeiterplattenAkademie GmbH
Krefelder Strafie 18
D-10555 Berlin

Geschaftsleitung
Kathrin Fechner

Telefon 030/ 34 35 18 99
Telefax 030/ 34 35 19 02

eMail
Info@leiterplattenakademie.de

www.leiterplattenakademie.de

Technischer Direktor
Arnold Wiemers

Telefon 0171 / 358 3712
Telefax 0531/ 126441

eMail
awi@leiterplattenakademie.de
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